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Abstract (en)
The method involves producing holes in a film or foil (2) by a needle-like tool (16) while crimping the edges of the resultant holes in the film or foil
with clamping elements preferably a lower tool (6) and a tool guide plate (9). The film or foil is guided and clamped between two clamping elements.
An independent claim is included for the device for perforation of films or foils.

Abstract (de)
Eine Vorrichtung zum Herstellen von perforierten Folien weist ein Mittel (5) zum Durchstechen der Folie (2) sowie ein Mittel (19) zum Verpressen
der Ränder der so erzeugten Löcher auf. Durch das Verpressen der Ränder der Löcher werden die Löcher nach dem Öffnen fixiert. Zur Herstellung
der Löcher sind keine Stanzwerkzeuge erforderlich, die die Perforation aus der Folie ausschneiden. Vielmehr wird das gewünschte Loch bei dem
Stichvorgang zunächst punktuell oder in einem Schnitt erzeugt und aufgeweitet. Beim Verpressen wird das bei der Aufweitung aus der Ebene der
Folie heraus gebogene Material so fixiert, dass es das Stichloch nicht wieder verschließt.
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